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贴装

焊锡融化，焊
锡向物料端子
爬升，物料高

度下沉

焊锡两端牵引
力不一致，右
侧向外牵引力
大，左端翘起

助焊剂活化

锡料坍塌向外
扩散





贴装

焊锡融化，焊
锡向物料端子
爬升，物料高

度下沉

焊料融化时间
不一致，先融
化左端牵引力
大，元件被拉

翘起

助焊剂活化

锡料坍塌向外
扩散





贴装
助焊剂活化

锡料坍塌向外
扩散

焊锡融化，焊
锡收缩并向物
料端子爬升，
物料高度下沉

元件本体下多余焊
锡未能收缩至焊端，
元件下沉时，焊锡
被挤压至元件侧面

形成锡珠
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贴装向右移位
助焊剂活化

锡料坍塌向外
扩散

焊锡融化，焊
锡收缩并向物
料端子爬升，
物料高度下沉

右端焊料融化
向电极扩散时，
向左形成牵引
力，且元件自
重保障不会被

拉翘起





• Jt≥C2 时易产生向外牵引力，导致立碑、虚焊、移位；
（焊锡印刷居中、贴装居中Jt= Jt ,Jt=C2,牵引力一致）

• Jh>0.15mm，锡膏坍塌外溢时，焊锡向焊接端回收困难，易引起锡珠









问题点： 焊盘两端散热不对称，

容易导致立碑；（焊盘两端走
线或覆铜不均，热容量不一致）

改善建议：针对0603以下元
件焊盘 如左图方式修改焊盘
与铜箔连接方式

散热不对称改善：



• S>G1>G
焊盘设计理想前提下,钢网开孔尺寸上做内切处理

锡珠不对称改善：



A 客户 0402电容焊盘设计

•如上哪种焊盘更加合理，更容易产生虚焊、立碑不良吗？

B 客户 0402电容焊盘设计
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A 客户 0402电容焊盘设计

•0.35mm>0.25mm，向外牵引力大

•仅仅焊盘长度方向比常规设计
多0.1mm，该产品0402电容不良
率0.36%，
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拼板特点
PCB尺寸：190*180*1.0mm;

拼板数：48拼（8*6）
点数：2496（52*48）
Pitch：0.5mm QFN

问题点：
PCB变形，拼板数量多，公差
大，影响印刷精度；



拼板特点
PCB尺寸：100*82*1.6mm;

拼板数：单拼
元件数：162点
Pitch：0.5mm QFN+1.27mm模
块

分歧：
PCB总元件数量影响贴装效率

单线每小时贴装点数
69000CPH，162颗元件情况下，
理论周期9S/PCS，实际印刷瓶
颈20S，轨道运输3S，贴装效
率损失>50%





拼板特点
PCB尺寸：90*85*1.2mm;

拼板数：16拼（8*2）
元件数：单板248颗
Pitch：0.4mm BGA +0201 元件

PCB尺寸<100*100，且仅一个方
向多拼，满足生产精度要求



Marker 位置：距离板边1.2mm

Marker 被机器轨道夹住，无法有
效识别

Marker 尺寸：基准点直径1.0mm，
对照区域（阻焊开窗）直径1.1mm



轨道宽度：
2.0±0.2mm

Marker尺寸：基准点直
径1mm，对照区域直径
3mm, 位置：基准点中
心与板边3.5mm; 参照区
域板边2.0mm

Marker尺寸：基准点直
径1mm，对照区域直径
2mm, 位置：基准点中
心与板边3.5mm; 参照区
域板边2.5mm

轨道夹具对照区域0.2mm，但不影响参照



问题点：
1 元件与v-cut 距离0.5mm，引起
干涉；
2 距离不足3mm，分板应力易导
致焊点开裂
3 元件与板边同水平方向，受应
力影响较大，且后续容易撞件



1分板刀片厚度1mm；作业安全距离
2mm

2 应力影响区域：
阻容类3mm；
BGA、芯片类5mm
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A



B



大家在后续设计中会使用哪种方案呢？

A B

L1：A焊盘内距；W1：A器件引脚间距；图例中W1大于L1
L2：B焊盘内距；W2：B器件引脚间距；图例中W2小于L2



大家在后续设计中会使用哪种方案呢？

A器件引脚根部锡量充足、饱满，焊接强度良好；
B器件引脚根部锡量不足、少锡，焊接强度较差。

BA



此产品出货给客户端使用半年后出现功能不良，经拆机检查发现，有一个器件引脚与焊

盘出现了脱落问题，具体如下图所示：
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OK NG
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高温下中心针
塑胶本体熔融变形







镀层标准：

0.45μm≤Au层厚
度≤0.8μm



实际镀层：

0.1μm≤Au层厚度
≤0.45μm







更改中心针塑胶本
体为耐高温材质，
解决熔胶问题



供应商更换OK的高频连接器

第一阶段：3次
2次合格，1次NG

第二阶段：2次
2次合格

第三阶段：3次
3次合格



讨论下 思考下 写出来 请举手
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焊接成品展示

产品介绍：





背景条件

• 叠加4层芯片模块焊接案列分享

• 焊接堆叠顺序按照：

• DDR -> interposer card 接口卡-> raiser board驱动板 -> PCB

叠加三层过炉焊接



过程1-提前叠层焊接

• DDR贴装在interposer card 模块上过炉焊接。

• 每叠加一层都使用x-ray检测焊接效果。



过程2-分析可靠性焊接选型

 PCB

 12

1.

2.

3.

4.

5.

6. PCBA



过程3-炉温调试



焊接成品展示

整体焊接完毕后X-RAY检测及外观检验确认结果合格



3D X-ray检测的应用
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前言-国产化芯片发展趋势

FPBGA
CPU  Socket

Intel  
FCBGA

国产化芯片

目前龙芯、申威、飞腾、展讯等国产化芯片已经逐渐成为主流，该类芯片一博均
已成功导入生产并拥有成熟的焊接工艺流程及制程管控经验。



背景条件-带针BGA+插装焊盘

PIN针式BGA封装、零件pin间距pad与pad内距为0.2mm。如何达到570个插件孔内

的透锡度达到75%以上，且pin与pin之间不能短路？



背景条件-带针BGA+表贴焊盘



过程1-局部单独印刷两个芯片位置

在保护好PIN脚不受损的情况下，需要解决如何实现有铅无铅混合工艺的焊接；

以及如何实现传统BGA带锡球焊接向带PIN针的焊接技术。



过程2-炉温参数设定

• 1、设定炉温峰值最高不超过220℃

• 2、回流时间183℃（60-120秒）

• 3、恒温时间110-150℃（50-120秒）

• 4、链速900mm/min



过程3-单独焊接两颗有铅BGA合金效果图



结果-X-ray检测图示合格

BGA-1 BGA-2



好的产品都是设计出来的

Design Manufacture

反馈DFM问题对设计进行优化



一博全流程整合的一站式硬件创新服务，十多年的高速PCB设计经验和制板、焊接、元器件

供应完美结合，全方位协助客户实现从原理方案到产品上市

最终产品
原理图
+

验收标准

客户提供 一博提供 最终产品




